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市场研究部  2026 年 7 月 22 日 

  

看好 

 事件 

2026 世界人工智能大会（WAIC）于 7 月 17 日至 20 日在上海
举行，华为、中科曙光、阿里巴巴等头部厂商集中落地全系列超节
点与超集群方案。 

 核心观点 

2026 年世界人工智能大会清晰印证了国产算力产业的核心转向：
竞争主轴已从单芯片制程追赶全面切换至超节点架构主导的系统级
协同竞争。超节点通过专用高速互联协议与定制化硬件架构，将数
十至数千颗计算芯片整合为统一编址、低时延、高带宽的协同计算
系统，直击传统集群的“通信墙”与“内存墙”痛点。 

本届 WAIC 上，华为 Atlas 950 SuperPoD 首次真机亮相，
1024 卡版本可提供 1 EFLOPS FP8 算力、256 TB 全局统一内存、
3μs 超低往返时延，满配系统由 128 个计算柜和 32 个互联柜组成，
搭载 8192 颗昇腾 950 DT 芯片，总算力达 8 EFLOPS，计划 2026

年 Q4 上市。中科曙光落成全国产十万卡超集群“曙光 8000”，单机
柜功率突破 900kW、PUE 降至 1.04。阿里巴巴磐久 AL128 单柜部
署 128 颗芯片，实现 Pb/s 级带宽与百纳秒级延迟。新华三 UniPoD 

S80000 兼容多芯片生态，最高可扩展至 16384 卡。中兴通讯发布
OEX 正交无背板 Matrix 超节点，联合多家国产 GPU 厂商打造开放
生态。风冷超节点方案同步面世，覆盖轻量化推理场景。 

在芯片层面，国产算力走“架构与封装创新替代制程追赶”路
线，通过 Chiplet 多芯粒、2.5D/3D 堆叠、混合键合等技术突破内存
墙约束，芯片级先进封装与系统级超节点互联形成两级互补。运营
层面，算电协同机制推动行业核心指标从 PUE 转向 TPW，液冷成
为高端集群标配。 

 投资线索 

    超节点产业链投资逻辑已从主题催化进入订单与业绩兑现阶段，
国产算力替代已由政策驱动转向市场驱动。高速互联是确定性最高
的增量环节，连接器、光模块量价齐升逻辑明确。先进封装是长期
成长空间最广阔的核心赛道，Chiplet 封测、2.5D/3D 堆叠、混合键
合相关设备材料及高端封装基板的国产替代空间广阔。整机与系统
集成环节，绑定头部芯片生态、具备大规模集群交付能力的厂商将
持续受益。上游高端半导体材料、检测设备、高速 PCB 等领域同样
蕴含替代机会。建议沿技术壁垒与客户绑定深度两条主线优选标的。 

 风险提示 

1、技术发展不及预期；2、市场竞争加剧；3、地缘政治影响。
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一、算力竞争从单卡性能转向系统整体效率 

过去十余年，全球算力产业基本沿着摩尔定律路径演进，依靠制程工艺迭代提

升单芯片晶体管密度，进而拉动峰值算力增长。但随着大模型参数规模向十万亿级

迈进，叠加智能体应用带来的长上下文、高并发推理需求爆发，传统松耦合服务器

集群的结构性短板已全面显现。跨节点通信时延、离散内存寻址开销、调度损耗等

问题，正在大量吞噬单卡性能提升带来的实际收益。AI 集群中约 80%的能耗用于

数据搬运而非有效计算，单卡制程迭代的边际收益正持续收窄。 

超节点架构正是为解决这一核心矛盾而生。其本质是通过专用高速互联协议与

定制化硬件架构，将数十至数千颗计算芯片在逻辑上整合为统一编址、低时延、高

带宽的协同计算系统，在物理形态上由多台设备组成，在运行逻辑上则等效于一台

超级计算机。该架构直击“通信墙”与“内存墙”两大行业痛点，通过统一内存编

址、超低时延互联与高密度部署，最大限度降低数据搬运损耗，将芯片的理论峰值

算力转化为可实际交付的训练与推理吞吐。本届大会全行业的集体跟进表明，算力

竞争的胜负手已从单颗芯片的跑分参数转向整套系统的组织效率与有效产出，这是

一次产业范式的本质切换，而非单一产品的迭代升级。 

二、超节点方案密集亮相 

本届 WAIC 上，华为 Atlas 950 SuperPoD 首次以真机形态公开亮相，是当前

国产超节点路线的标杆产品。现场展出的 1024 卡版本可提供 1 EFLOPS FP8 算力，

搭载 256 TB 全局统一内存编址空间，依托自研灵衢（Unified Bus）互联协议实现

3 μs 的超低往返时延。灵衢互联协议采用机柜内电气正交背板与跨机柜光模块相

结合的全互联设计，实现 TB 级 NPU 互联带宽。统一内存编址打破了物理节点的

内存边界，任意计算单元可直接寻址全系统内存，将远端内存访问的开销压缩至接

近本地内存的水平。按照完整产品规划，Atlas 950 满配系统由 128 个计算柜和 32

个互联柜组成，搭载 8192 颗昇腾 950 DT 芯片，总算力可达 8 EFLOPS FP8，总

内存容量 1152 TB，全系统互联带宽高达 16.3 PB/s，训推吞吐较前代产品实现十

余倍跃升。该方案计划于 2026 年 Q4 正式上市。对比海外主流方案，Atlas 950 支

持跨机柜的全域统一内存池化，目前已与头部大模型厂商完成全栈适配，训练到推

理的全流程均基于昇腾算力与自研计算架构运行，实现了硬件到软件的国产化闭环。 

除华为昇腾外，其他厂商的超节点方案也在 WAIC 2026 集中亮相，呈现出

“液冷高密、正交架构、开放生态”三大技术取向。中科曙光落成中国首个全国产

十万卡 AI 超集群“曙光 8000（登峰）”，依托曙光数创 C8000 V3.0 兆瓦级相变浸

没液冷基础设施整体解决方案，实现单机柜功率突破 900 kW、PUE 降至 1.04，将

国内智算规模从万卡时代推入十万卡全新阶段。阿里巴巴磐久 AL128 超节点服务

器单柜部署 128 颗芯片，通过正交无缆化架构和自研 ALink System 互连协议，实
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现 Pb/s 级带宽与百纳秒级延迟，同等 AI 算力下推理性能较传统架构提升 50%，旨

在最大化 GPU 集群的协同计算效率，适配公有云弹性部署需求。紫光股份（新华

三）UniPoD S80000 兼容多芯片生态，覆盖从 32 卡到 1024 卡全系列，最高可扩

展至 16384 卡，通过软硬协同优化预期可将大模型训练性能提升 70%、推理性能

提升 3 倍。中兴通讯发布 OEX 正交无背板 Matrix 超节点，以计算托盘与交换托盘

垂直交叉连接实现“零线缆、无背板”，信号传输路径缩短、互联成本大幅下降，

并联合壁仞、沐曦、燧原、天数智芯、曦智科技等打造多元 GPU 开放生态。此外，

风冷超节点方案同步面世，无需改造现有机房即可实现算力升级，覆盖轻量化推理

场景，进一步拓宽了超节点的落地边界。 

三、先进封装突破制程约束，算电协同优化运营效率 

在芯片技术层面，受外部供应链与制程约束，国产算力普遍走“架构与封装创

新替代制程追赶”的技术路线，这与超节点的系统级优化恰好形成两级互补。传统

2D 芯片架构中，数据在逻辑单元与显存之间的搬运时延、功耗占比极高，是制约

算力效率提升的核心瓶颈，即行业常说的“内存墙”。先进封装通过 Chiplet 多芯粒、

2.5D 中介层、3D 垂直堆叠、混合键合等技术手段，将存储单元与逻辑芯片、多个

计算芯粒近距离甚至垂直键合，大幅缩短数据传输路径，提升带宽密度与能效比，

本质是以封装架构创新换取等效制程提升。混合键合技术可将互连间距从数十微米

级压缩至亚微米级，带来数量级的互连密度提升，是突破内存墙的核心技术方向；

Chiplet 多芯粒架构则可通过成熟制程的芯粒拼接，实现高端制程芯片的等效算力，

同时提升良率、降低制造成本。当前国产算力芯片已普遍沿这一路线推进，昇腾系

列芯片采用 Chiplet 多芯粒架构与 2.5D 扇出封装，通过多颗计算芯粒合封实现算力

倍增，同时配套自研高带宽内存方案，在成熟制程基础上实现了访存带宽的持续提

升。整体来看，芯片级的先进封装创新与系统级的超节点互联形成了清晰的互补逻

辑：前者解决芯片内部的数据搬运损耗，后者解决集群之间的通信损耗，两级优化

共同压低系统总时延，提升有效算力产出。 

在运营体系层面，超节点高密度部署带动散热方案同步升级，液冷成为高端集

群的标配配套。更核心的变化是算电协同机制的落地——通过空间布局优化、分时

电价调度、能源与算力协同调度，可显著提升单位电力的有效 Token 产出。行业核

心经营指标正在从传统的 PUE 转向 TPW（Token per Watt），即每瓦电能产出的有

效 Token 数量，将能源成本与业务收益直接绑定，让超节点的规模化部署具备了更

清晰的商业闭环。算电协同带来的节能设备、智能调度软件、液冷方案等环节，同

样蕴含着明确的投资机会。 

四、投资建议 
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超节点是本届 WAIC 产业最重要的主线之一，投资逻辑已由主题催化切至订单

与业绩兑现阶段。IDC《2025 年度中国云端 AI 加速器市场报告》显示，2025 年中

国市场 AI 加速卡总交付量 400 万片，其中国产厂商交付 165 万片，市场份额从

2024 年的约 30%跃升至 41%；据 IDC 数据，2026 年 Q1 中国 AI 芯片市场中国产

AI 芯片份额突破 55%，同比提升 21 个百分点。国产算力替代已由政策驱动转向市

场驱动，为产业链业绩兑现提供了总量基石。 

高速互联是确定性最高的增量环节。超节点通过高速互联协议与专用交换芯片，

将数十至数百颗算力芯片在逻辑上整合为低延迟、高带宽的协同计算系统，柜内全

互联、柜间光互联成为两大硬件刚需。这一架构使交换芯片与 GPU 配比从传统

1:20 跃升至 1:2 甚至 1:4，单机柜连接器与高速线缆用量、单台价值量提升 10 倍以

上，800G 及以上速率光模块量价齐升逻辑明确。具备技术壁垒且与头部客户深度

绑定的供应商将最先兑现订单弹性。 

先进封装是长期成长空间最广阔的核心赛道。"韬定律"指出衡量算力进步的核

心标尺不再是制程节点而是完成任务的总时间，先进封装正是压缩芯片内部数据搬

运时间、突破内存墙约束的核心手段。在制程迭代边际收益下降、外部制程受限的

背景下，先进封装已从配套环节上升为算力竞争的核心瓶颈，Chiplet 封测、

2.5D/3D 堆叠、混合键合相关的设备、材料与封测厂商，以及高端封装基板、高带

宽存储封装配套材料，将直接受益于国产算力芯片的迭代放量，国产替代空间广阔。 

整机与系统集成是需求落地最直接的受益环节。绑定头部芯片生态、具备大规

模集群交付与调优能力的服务器与系统集成厂商，将在系统级竞争中占据更大优势，

行业份额持续向头部集中，2026 年中报逐步验证 AI 服务器整机、网络交换机等环

节业绩高速增长，超节点批量交付将进一步强化景气度。上述技术升级向上游传导，

高端半导体材料、检测设备、高速 PCB 等环节中具备技术壁垒的国产厂商，也将

持续获得替代空间。 

五、风险提示 

1、技术发展不及预期； 

2、市场竞争加剧； 

3、地缘政治影响。  
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投资评级定义 

公司评级 行业评级 

强烈推荐 
预期未来 6 个月内股价相对市场基准

指数升幅在 15%以上 
看好 

预期未来 6 个月内行业指数优于市场指数 5%

以上 

推荐 
预期未来 6 个月内股价相对市场基准

指数升幅在 5%到 15% 
中性 预期未来 6 个月内行业指数相对市场指数持平 

中性 
预期未来 6 个月内股价相对市场基准

指数变动在-5%到 5%内 
看淡 

预期未来 6 个月内行业指数弱于市场指数 5%

以上 

卖出 
预期未来 6 个月内股价相对市场基准

指数跌幅在 15%以上 
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